Editorial

Klebetechnologien - es diirfen in Zukunft
ruhig ein wenig mehr Anwendungen sein!

Bei der Montage und der Kontaktierung ungehauster
Bauelemente sind Klebstoffe insbesondere als sil-
berhaltige Leitkleber bei vielen Applikationen ein-
gefiihrt. Die Anwendungspallette
konnte jedoch noch um ein Viel-
faches grofer sein, wenn mehr
Wissen um die Eigenschaften von
Klebstoffen und deren Verhal-
ten bei der Verarbeitung bekannt
wire.

Vom Verstindnis her sind Loten,
Bonden und Sintern sowohl tech-
nisch leichter verstandlich als auch
vom Nutzer am Markt gut zugéng-
lich. Die dafiir erforderlichen
metallischen Substratbeschichtun-
gen inklusive Oberflichen-Finish
sind in guter Qualitit lieferbar,
eine Oberflichenreinigung ist zur
Sicherung stabiler Ausbeuten leicht gemacht. Die
passenden Lote, Bond-Drihte oder Sintermaterialien
gibt es ebenfalls in zertifizierter Qualitit zu kaufen.
Die Lotofenprofile bzw. die Bond-Maschinenpara-
meter sind erprobt und hinterlegt — alles iibersichtlich
und versténdlich.

Selbstverstandlich konnte man die Situation fiir Kleb-
stoffe und die Klebetechnologie als ebenso komfor-
tabel bezeichnen, wenn man einige Besonderheiten
beachtet. Zunidchst kommen gegeniiber den Lotpas-
ten bei den Klebstoffen zusétzlich zu beachtende
Parameter zum Erzielen eines gewiinschten Fliel3-
verhaltens beim und auch nach dem Auftrag hinzu.
Dies sind Viskositit und Scherrate und dies auch

noch unter Beachtung der Klebstofftemperatur und
dem Wissen um die Verdnderung der Viskositit bei
Erhohung der Scherrate. Um vollig sattelfest zu sein,
sollte man noch wissen, ob der
gewiinschte oder benutzte Kleb-
stoff strukturviskoses oder thixo-
tropes FlieBverhalten besitzt.

Nun an dieser Stelle ist wohl die
Gelegenheit gekommen, auf die
Fachbeitrige in der Rubrik For-
schung & Technologie zu verwei-
sen. Im Beitrag vom Fraunhofer
IFAM, Bremen, werden genau
diese Fragen aufgegriffen und
dargelegt, wie Sie unter Beach-
tung dieser materialspezifischen
Besonderheiten prézise Appli-
kationsergebnisse beim Kleb-
stoffauftrag erzielen konnen. Des
Weiteren werden Sie in dem Fachbeitrag der Albert-
Ludwigs-Universitit Freiburg und der Otto von Gue-
ricke Universitit Magdeburg ausfiihrlich mit neuen
Entwicklungen von elektrisch leitfahigen Klebstoffen
fiir Anwendungen in der Leistungselektronik vertraut
gemacht.

Wie immer wiinschen ich Thnen eine angenehme
Lektiire und letztendlich ein besseres Verstindnis
fiir die Klebetechnologie. Vielleicht kénnen Sie ja in
Zukunft die Frage auch mit ja beantworten: Kleben —
darf es etwas mehr sein?
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